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武汉精测电子集团股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）及子

公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主要

系公司或其全资子公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，担保风险可控，

敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关

于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2025

年第三次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司子公司上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积

微”）、苏州精材半导体科技有限公司（以下简称“苏州精材”）的正常生产经

营，拓宽资金渠道，公司对控股子公司上海精积微、苏州精材向银行申请综合授

信提供保证担保，担保总额不超过20,000万元人民币。授信品种：流动资金贷款、

银行承兑汇票、项目贷款、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以

及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。
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上海精
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上海精测直接

持股 27.2168%
42.32% 9,000 10,000 2.64% 否

苏州精材
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持股 100%
57.14% 2,700 10,000 2.64% 否

注：（1）上表中精测电子最近一期净资产为公司截至 2025 年 9 月 30 日归属于上市公

司股东的净资产；

（2）被担保方最近一期资产负债率按照 2025 年 9 月 30 日财务数据计算得出。

二、被担保人基本情况

1、上海精积微半导体技术有限公司

成立时间：2021年5月12日

注册资本：45,927.5万元人民币

住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层D区1207室

法定代表人：马骏

经营范围：一般项目：半导体、计算机、显示屏、光伏、锂电池、新能源、

检测设备、测试设备科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；

普通机械设备安装服务；以下范围限分支机构经营：生产检测设备、测试设备；

专业设计服务；软件开发；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；机械设

备销售；人工智能硬件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备

销售；电工仪器仪表销售；新材料技术研发；金属材料销售；智能输配电及控制

设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许

可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东构成：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）

1 上海精测半导体技术有限公司 12,500 27.2168

2 上海精望企业管理中心（有限合伙） 10,000 21.7734

3
海宁市精海股权投资合伙企业（有限合

伙）
5,000 10.8867

4 上海半导体装备材料产业投资基金合伙 2,500 5.4434



企业（有限合伙）

5
上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企

业（有限合伙）
2,500 5.4434

6
上海浦东海望集成电路产业私募基金合

伙企业（有限合伙）
2,500 5.4434

7 苏州芯兆创业投资合伙企业（有限合伙） 2,250 4.8990

8
南京创盈盛通股权投资合伙企业（有限

合伙）
1,950 4.2458

9
共青城红晔未石精集创业投资合伙企业

（有限合伙）
1,650 3.5926

10 上海科技创业投资（集团）有限公司 1,577.50 3.4348

11
厦门建达芯全股权投资合伙企业（有限

合伙）
1,250 2.7217

12 嘉兴浦测股权投资合伙企业（有限合伙） 1,250 2.7217

13
海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业

（有限合伙）
1,000 2.1773

合计 45,927.50 100

与公司关系：为公司的控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标 2024 年度（单位：元） 2025 年 9 月 30 日（单位：元）

资产总额 346,707,278.54 403,554,149.55

负债总额 153,764,265.56 170,767,927.40

净资产 192,943,012.98 232,786,222.15

营业收入 51,043,244.37 84,593,025.31

利润总额 -98,978,034.41 39,843,209.17

净利润 -98,978,034.41 39,843,209.17

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、苏州精材半导体科技有限公司

成立时间：2023 年 7 月 3 日

注册资本：6,500 万人民币

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区启明路 8号综合



保税区 B区 H厂房

法定代表人：吴涛

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合

成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：公司控股子公司北京精材半导体科技有限公司持有 100%股权

与公司关系：为公司的控股孙公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标 2024 年度（单位：元） 2025 年 9 月 30 日（单位：元）

资产总额 61,829,815.06 63,627,325.42

负债总额 29,744,171.68 36,355,532.04

净资产 32,085,643.38 27,271,793.38

营业收入 650,000.00 12,476.50

利润总额 -14,343,165.76 -18,913,850.00

净利润 -14,343,165.76 -18,913,850.00

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行申请授信提供的担保为连带责任保证担保，子公司将根

据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不

超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授

信提供担保的议案》，董事会认为公司对子公司向银行申请授信提供担保的行为，

符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运

作》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》《武汉精测电子集团股份有限公

司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定。子公司作为被担保对象经营情况



良好，资产质量优良，偿债能力较强。上述被担保人为公司全资孙公司或控股子

公司，公司未要求其提供反担保。公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提

供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均

能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。上述担保行为不会损害

公司利益，担保风险可控，不会对公司及子公司产生不利影响。董事会同意将本

议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的

公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司尚处有效期内的实际对外担

保总额为 86,311.5 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2024 年 12

月 31 日净资产的 24.92%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担

保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2025年10月28日


